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【57】申請專利範圍
1.　一種放射線檢測裝置，其包括：閃爍體，其將放射線轉換成光；基板，其支撐所述閃爍
體且包含根據由所述閃爍體所轉換的所述光產生電荷的多個感測器部分；熱塑樹脂層，

其設在所述閃爍體上；第一有機層，其設在所述熱塑樹脂層上；以及無機反射層，其設

在所述第一有機層上，其中所述熱塑樹脂層的熔融起始溫度小於所述第一有機層的所述

熔融起始溫度，所述閃爍體在具備所述熱塑樹脂層的側上的表面上包含突出部分，且所

述突出部分的前端穿透所述熱塑樹脂層並接觸所述第一有機層。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之放射線檢測裝置，其中：所述閃爍體在具備所述熱塑樹脂
層的所述側上的所述表面上包含多個突出部分；且所述多個突出部分中的至少一些的前

端穿透所述熱塑樹脂層並接觸所述第一有機層。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之放射線檢測裝置，其中：所述閃爍體在具備所述熱塑樹脂
層的所述側上的所述表面上包含比其他部分進一步向外突出的多個突出部分；且出自所

述多個突出部分的所述多個突出部分中的至少一些被壓碎，且所述被壓碎的突出部分中

的至少一些的前端穿透所述熱塑樹脂層並接觸所述第一有機層。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之放射線檢測裝置，其中：所述閃爍體包含多個柱狀晶體；
且所述突出部分經組態以包含高於所述多個柱狀晶體的平均高度的至少一個柱狀晶體的

前端部分。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之放射線檢測裝置，其中：所述熱塑樹脂層經組態以包含熱
熔樹脂。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之放射線檢測裝置，其進一步包括：第二有機層，其設在所
述無機反射層上。

7.　一種放射線檢測裝置的製造方法，所述製造方法包括：形成程序，其中在基板上形成閃
爍體；製備程序，其中製備包含在第一溫度處起始熔融的熱塑樹脂層以及在高於所述第

一溫度的第二溫度處起始熔融的第一有機層的多層；熱壓程序，其中將所述多層安置於
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所述閃爍體上使得所述閃爍體與所述熱塑樹脂層彼此接觸，並在加熱至高於所述第一溫

度且小於所述第二溫度的溫度時朝向所述閃爍體按壓所述多層，使得所述閃爍體的突出

部分穿透所述熱塑樹脂層並接觸所述第一有機層；以及在所述熱壓程序之後的程序，其

中在所述第一有機層上形成無機反射層。

8.　一種放射線檢測裝置的製造方法，所述製造方法包括：形成程序，其中在基板上形成閃
爍體；製備程序，其中製備包含在第一溫度處起始熔融的熱塑樹脂層、設在所述熱塑樹

脂層上並在高於所述第一溫度的第二溫度處起始熔融的第一有機層、以及設在所述第一

有機層上的無機反射層的多層；以及熱壓程序，其中將所述多層安置於所述閃爍體上使

得所述閃爍體與所述熱塑樹脂層彼此接觸，並在加熱至高於所述第一溫度且小於所述第

二溫度的溫度時朝向所述閃爍體按壓所述多層，使得所述閃爍體的突出部分穿透所述熱

塑樹脂層並接觸所述第一有機層。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述製備程序中製備
進一步包含設在所述無機反射層上的第二有機層的多層。

10.   一種放射線檢測裝置的製造方法，所述製造方法包括：形成程序，其中在基板上形成閃
爍體；覆蓋程序，其中由在第一溫度處起始熔融的熱塑樹脂層覆蓋所述閃爍體的表面；

熱壓程序，其中將包含在高於所述第一溫度的第二溫度處起始熔融的第一有機層以及設

在所述第一有機層上的無機反射層的層安置於所述熱塑樹脂層上，並在將熱塑樹脂層加

熱至高於所述第一溫度且小於所述第二溫度的溫度時朝向所述閃爍體按壓所述第一有機

層，使得所述閃爍體的突出部分穿透所述熱塑樹脂層並接觸所述第一有機層。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述熱壓程序中，將
包含設在所述無機反射層上的第二有機層的層安置於所述熱塑樹脂層上。

12.   如申請專利範圍第 7項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括在所述熱壓程
序之前執行的壓碎塑形程序，且其中壓碎所述突出部分並減少所述突出部分的高度。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述壓碎塑形程序
中，壓碎所述突出部分使得所述突出部分的所述高度達成特定臨限值或低於所述臨限值。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述壓碎塑形程序
中，壓碎所述突出部分使得所述突出部分的所述高度減少至所述熱塑樹脂層的厚度或低

於所述厚度。

15.   如申請專利範圍第 12項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括：量測程序，
其在所述熱壓程序之前執行且其中量測所述突出部分的所述高度；且在所述量測程序中

所量測的所述突出部分的所述高度高於特定臨限值的狀況下執行所述壓碎塑形程序。

16.   如申請專利範圍第 12項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括：量測程序，
其在所述熱壓程序之前執行且其中量測所述突出部分的所述高度；且所述壓碎塑形程序

包含用以將按壓力賦予所述突出部分的處理，其中基於所述量測程序中所量測的所述突

出部分的所述高度判定所述按壓力。

17.   如申請專利範圍第 7項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中所述熱塑樹脂層經組態
以包含熱熔樹脂。

18.   如申請專利範圍第 8項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括在所述熱壓程
序之前執行的壓碎塑形程序，且其中壓碎所述突出部分並減少所述突出部分的高度。

19.   如申請專利範圍第 18項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述壓碎塑形程序
中，壓碎所述突出部分使得所述突出部分的所述高度達成特定臨限值或低於所述臨限值。
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20.   如申請專利範圍第 19項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述壓碎塑形程序
中，壓碎所述突出部分使得所述突出部分的所述高度減少至所述熱塑樹脂層的厚度或低

於所述厚度。

21.   如申請專利範圍第 18項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括：量測程序，
其在所述熱壓程序之前執行且其中量測所述突出部分的所述高度；且在所述量測程序中

所量測的所述突出部分的所述高度高於特定臨限值的狀況下執行所述壓碎塑形程序。

22.   如申請專利範圍第 18項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括：量測程序，
其在所述熱壓程序之前執行且其中量測所述突出部分的所述高度；且所述壓碎塑形程序

包含用以將按壓力賦予所述突出部分的處理，其中基於所述量測程序中所量測的所述突

出部分的所述高度判定所述按壓力。

23.   如申請專利範圍第 8項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中所述熱塑樹脂層經組態
以包含熱熔樹脂。

24.   如申請專利範圍第 10項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括在所述熱壓程
序之前執行的壓碎塑形程序，且其中壓碎所述突出部分並減少所述突出部分的高度。

25.   如申請專利範圍第 24項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述壓碎塑形程序
中，壓碎所述突出部分使得所述突出部分的所述高度達成特定臨限值或低於所述臨限值。

26.   如申請專利範圍第 25項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中在所述壓碎塑形程序
中，壓碎所述突出部分使得所述突出部分的所述高度減少至所述熱塑樹脂層的厚度或低

於所述厚度。

27.   如申請專利範圍第 24項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括：量測程序，
其在所述熱壓程序之前執行且其中量測所述突出部分的所述高度；且在所述量測程序中

所量測的所述突出部分的所述高度高於特定臨限值的狀況下執行所述壓碎塑形程序。

28.   如申請專利範圍第 24項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其進一步包括：量測程序，
其在所述熱壓程序之前執行且其中量測所述突出部分的所述高度；且所述壓碎塑形程序

包含用以將按壓力賦予所述突出部分的處理，其中基於所述量測程序中所量測的所述突

出部分的所述高度判定所述按壓力。

29.   如申請專利範圍第 10項所述之放射線檢測裝置的製造方法，其中所述熱塑樹脂層經組態
以包含熱熔樹脂。

圖式簡單說明

將基於以下諸圖詳細描述本發明的例示性實施例。

圖 1為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的組態的透視圖。
圖 2為根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的橫截面。
圖 3為根據本發明的例示性實施例的放射線檢測面板的平面圖。
圖 4為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的電組態的圖。
圖 5為根據本發明的例示性實施例的放射線檢測面板的部分橫截面。
圖 6為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的製造方法的程序流程圖。
圖 7為說明根據本發明的例示性實施例的用以將有機層與無機反射層層壓在一起的方法

的實例的圖。

圖 8為說明根據本發明的例示性實施例的熱塑樹脂層塗佈法的實例的圖。
圖 9A為說明根據本發明的例示性實施例的熱壓處理方法的實例的圖。
圖 9B為說明根據本發明的例示性實施例的熱壓處理方法的實例的圖。
圖 10A為根據本發明的例示性實施例的放射線檢測面板在熱壓處理期間的橫截面。
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圖 10B為根據本發明的例示性實施例的放射線檢測面板在熱壓處理期間的橫截面。
圖 11為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的製造方法的程序流程圖。
圖 12為根據本發明的例示性實施例的形成於感測器基板上的閃爍體的橫截面。
圖 13A為說明根據本發明的例示性實施例的壓碎塑形方法的實例的圖。
圖 13B為說明根據本發明的例示性實施例的壓碎塑形方法的實例的圖。
圖 14為根據本發明的例示性實施例的閃爍體在壓碎塑形之後的橫截面。
圖 15為根據本發明的例示性實施例的放射線檢測面板的部分橫截面。
圖 16為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的製造方法的程序流程圖。
圖 17為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的製造方法的程序流程圖。
圖 18為說明根據本發明的例示性實施例的塗佈熱塑樹脂層的方法的實例的圖。
圖 19為根據本發明的例示性實施例的放射線檢測面板的部分橫截面。
圖 20為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的製造方法的程序流程圖。
圖 21為說明根據本發明的例示性實施例的放射線檢測裝置的製造方法的程序流程圖。
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